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Goldpaste kann man nicht 16ten.

Das Gold 16st sich beim Loten im Lotzinn auf.
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Keine vollstindige Benetzung des Minimelves,
auerdem zu wenig Lotzinn.
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Hier wurde zu wenig Létzinn verwendet.
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Das linke Anschluf3beinchen wurde beim Lo6ten nicht
benetzt, ,es steht auf*. Wie oben wurde zu wenig
Lotzinn verwendet.



IMIKROELEKTRONIK

ABOR AUFBAU- und VERBINDUNGSTECHNIK

Keine ausreichende Menge an Lotzinn

AnschluB3beinchen haben nicht alle Kontakt mit der
Leiterbahn. Es wurde zu wenig Lotzinn verwendet.
Bauteil ist auch nicht sauber zentriert.
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siehe oben
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Der Létkamm wurde nicht vollstdndig in das Zinnbad
eingetaucht.

Hier auch schlechte Benetzung der BauteilfiiSchen
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LED-Lotstelle wurde nicht benetzt, ebenso Ablegierung der Leiterbahn,
Kondensator (rechts unten) hat sich wahrend des Tauchl6tens abgelost.

Ablegierung der Leiterbahn.
Ursache: zu oft und zu langes Eintauchen in das Lotbad
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schone glatte und klare Lotstellen,
sehr gute Benetzung
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Gute Zentrierung der Bauteile auf den Lotpads.
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Auf unterschiedliche Anschluflpads geltete LED's.

Schlecht gereinigte Lotstellen mit Lotkiigelchen
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